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เพื่อลดของเสียประเภทรอยยับในกระบวนการผลิตแผ่นวงจรอ่อน
ขนาด 500×640 มิลลิเมตร

บทน า
เนื่องจากของเสียประเภทรอยยับของผลิตภัณฑ์แผ่นวงจรอ่อนขนาด 
500×640 มิลลิเมตร มีปริมาณของเสียที่คงตัวไม่ได้รับการแก้ไข และอยู่ 1 
ใน 6 อันดับของเสียที่เกิดขึ้นในห้องพิมพ์ที่ 4 ท าให้ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่
เกิดกับห้องพิมพ์ท่ี 4

ศึกษากระบวนการผลิตแผ่นวงจรอ่อน
จากการศึกษาการผลิตแผ่นวงจรอ่อนมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

วิเคราะห์ของเสียประเภทรอยยับที่เกิดขึ้น
น าของเสียมาวิเคราะห์โดยการแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ออก
เป็น 2 ขั้นตอนเพ่ือให้ง่ายต่อก าหนดขอบเขตของการปรับปรุง

สร้างแผนผังวิเคราะห์ปญัหาและสาเหตุ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้ผังก้างปลา แก้ไขด้าน
กระบวนการและเครื่องจักรในกระบวนการพิมพ์เส้นวงจรเป็นหลัก หาแนวทางในการลดของเสีย

วิธีการด าเนินงาน

หลักการ ECRS

คู่มือการตั้งระยะขาจัดงาน และ ใบตรวจสอบเครื่องจักรประจ าวัน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักร

“Combine & Simple”

สรุปผลการด าเนินงาน

น าวิธีการปรับปรุงไปใช้กับการผลิตจริงโดยมีสัดส่วนของเสียก่อนการปรับปรุง
ร้อยละ 1.09 หลังการปรับปรุงสามารถลดสัดส่วนของเสียเหลือร้อยละ 0.795

เครื่องจักร
รอยยับใน
กระบวนการ
พิมพ์
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เครื่องป้อนงาน

ขั้นตอนการ
เคลื่อนย้ายงาน

ขั้นตอนตรวจสอบ

เครื่องรับงาน

เครื่องเสียระยะของขาจัดชิ้นงานไม่พอดีกับงาน

จับ/เคลื่อนย้ายชิ้นงานผิดวิธี

หัวดูดงานเรียงตัวไม่ตรงกัน

ความต้องการ
ของลูกค้า

ขนาด/ความหนาของ
ชิ้นงาน

กระบวนการ

ใช้ในการออกแบบฐานของหัวดูดชิ้นงานใหม่
เพื่อแก้ไขปัญหาการเอียงตัวและการปรับระยะ
ของหัวดูดชิ้นงาน

ลดการสัมผัสชิ้นงานโดยตรง ลดการเคลื่อยย้ายชิ้นงานโดยไม่จ าเป็น

ประสบการณ์
การท างาน

การอบรม ท างานผิดวิธี

เคลื่อนย้ายชิ้นงานบ่อยเกินไป

เครื่องเสีย

เตรียมชิ้นงาน อบชิ้นงาน ท าความสะอาดช้ินงาน พิมพ์เส้นวงจร 7 ครั้ง

ตรวจสอบหมึก

กระบวนการ ประเภทรอยยับ

ตรวจสอบของเสีย

เจาะรูชิ้นงาน ตัดแบ่งเป็นชิ้นย่อย

จัดท า แผ่นรองชิ้นงาน ที่ใช้ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบและเคลื่อนย้ายชิ้นงาน เพื่อ
ป้องกันชิ้นงานงอตัว 

หมกึ

พบว่าของเสียร้อยละ 68.95 เกิดขึ้นก่อน
กระบวนการติดแผ่น OPP

ชิ้นงาน

ส่วนหางของชิ้นงานที่ถูกติดเทป

พิมพ์หมึกกาวและติดแผ่น OPP ติดเทป

แยกรูปแบบของเสียและจัดท า
แผนภูมิพาเรโต พบว่าร้อยละ 
80.79 เป็นรูปแบบของเสียที่
เกิดจากการโค้งงอและการพับ
ตัวของชิ้นงานซึ่งมีต้นเหตุจาก
การจับชิ้นงาน การเคลื่อนย้าย 
การสัมผัสชิ้นงานใน
กระบวนการผลิต

จากนั้นจึงค้นหากระบวนการก่อนการติดแผ่น 
OPP ที่มีการเคลื่อนย้าย การสัมผัสกับชิ้นงานที่
มากที่สุด พบว่าคือ กระบวนการพิมพ์เส้นวงจร 
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้

ชิ้นงานงอตัว

พิมพ์เส้นวงจร ตรวจสอบ จัดเก็บ/เคลื่อนย้าย

จัดท า วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) เพื่อให้พนักงานท างานได้อย่าง
ถูกต้องไม่ลัดขั้นตอน


